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内容概要

本书不局限于EDA软件的介绍与使用，而是注重EDA技术的系统性与广泛性，从理论、方法到工具进
行了较为全面的阐述。
主要内容包括模拟与数字电路仿真原理、模拟与数字可编程器件、印制电路板设计原理以及专用集成
电路设计技术，并从实用角度介绍了相关EDA工具Multisim、MAX+plusII、PAC-Designer、Protel 99
和Microwind的使用方法，使读者能全面了解和掌握EDA的常用技术与工具。
    本书可作为高等院校通信与信息工程专业及其他相近专业的教材，也可作为相关工程技术人员的实
用参考书和培训教材。
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